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Vorwort

Diese Vornorm wurde vom NormenausschuB Feinmechanik und Optik (Na FuO) erstellt.

Eine Vornorm ist das Ergebnis einer Normungsarbeit, das wegen bestimmter Vorbehalte zum Inhalt oder wegen des gegen-
tiber einer Norm abweichenden Aufstellungsverfahrens vom DIN noch nicht als Norm herausgegeben wird. Zur vorliegenden

Vornorm ist kein Entwurf veréffentlicht worden.

1 Anwendungsbereich

Diese Vornorm legt die Bezeichnung der Eigenschaften fest,
die fur die Lichtein- und -auskopplung von integriert opti-
schen Chips (IOCs) relevant sind. Die Vornorm beschrankt
sich dabei zunachst auf die am weitesten verbreitete
Ankopplung Uber die Endflachen der Wellenleiter. Es werden
VorzugsmafBle, Toleranzklassen und Dampfungsklassen
angegeben.

2 Normative Verweisungen

Diese Vornorm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Vornorm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung einge-
arbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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3 Begriffe

Fir die Anwendung dieser Vornorm finden die in
DIN 58140-1, E DIN 58143-1, -2 und -4, DIN V 58000-1 und
-2 sowie in DIN VDE 0888-1 festgelegten Begriffe und
Definitionen Anwendung. Ferner gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Ankoppeldimpfung
en: coupling loss

Dampfung, die durch die Kopplung zweier optischer Bauele-
mente entsteht. Ankoppeldampfung wird z. B. durch radialen
oder axialen Versatz, durch Verkippung der optischen Ach-
sen oder durch nicht angepaBte Modenfelder wirkt. Die
Ankoppeldampfung ist das Dampfungsmal des Ankoppel-
wirkungsgrades.

3.2 Ankoppelwirkungsgrad
en: coupling efficiency

Verhéltnis der eingekoppelten zur einzukoppelnden Licht-
leistung.

3.3 Array
en: array

Ein Array besteht aus regelmasig angeordneten Fihrungs-
strukturen mit Geometriegenauigkeiten im Mikro- bis Submi-
krometerbereich zur Aufnahme von Lichtwellenleitern (LWL).
Durch die Flhrungsstrukturen wird die rdumliche Lage der
LWL relativ zueinander festgelegt. Diese ist bestimmt durch
den LWL-Manteldurchmesser und die Flankengeometrie der
Fuhrungsstrukturen (AuBenmanteljustierung). Es gibt Arrays,
die zusatzlich Fuhrungsstrukturen als Justierhilfen fiir die
Ausrichtung des Arrays relativ zum Integrierten Optischen
Chip (IO-Chip) haben (siehe: Si-V-Gruben-Array, Flip-Chip-
Array).

3.4 Arraykoppelabweichung

en: array’s deviation

Abweichung zwischen dem gréf3ten und dem kleinsten Kop-
pelverlust der einzelnen Wellenleiter eines Arrays.

3.5 Chipendflache
en: chip endface

Die den Chip begrenzenden Flachen, auf denen sich Wellen-
leiterendflachen befinden.

3.6 Chipkante
en: chip edge
Kante zwischen der Chipoberflache und der Chipendflache.

3.7 Chipoberfliche
en: chip surface

Oberflache des Chips, die zur Wellenleiterebene parallel ver-
lauft und dieser am néachsten liegt.

3.8 Einzelfaserkopplung
en: single fibre coupling

Koppelverfahren, bei dem jeder Lichtwellenleiter einzeln zum
jeweiligen Wellenleiter des 10-Chips justiert und an diesen
angekoppelt wird. Diese Art der Kopplung ergibt die gering-
sten Ankoppeldampfungen.

3.9 Endflachenentspiegelung
en: antireflective coating of endface

Oberflachenverglitung der Endflache zur Verringerung der
Fresnelverluste (= A/4-Transformator).

3.10 Endflachenverspiegelung
en: reflective coating of endface

Beschichtung der Wellenleiterendflache zur Erzielung einer
definierten Reflexion.

3.11 Lichtwellenleiter (LWL)-Array
en: fibre array

Arraystruktur mit eingelegten und fixierten Lichtwellenleitern,
deren Endflachen eine Ebene mit der StoBkante des Arrays
bilden.

3.12 LWL-Arraykopplung

en: array coupling

Koppelverfahren, bei dem mehrere Lichtwellenleiter wahrend
nur eines Koppelvorgangs an mehrere integriert optische
Wellenleiter gleichzeitig angekoppelt werden. Die LWL sind
als Array bereits zueinander justiert und fixiert. Das Raster-
maf3 des Arrays muf3 mit dem Rastermaf3 des integriert opti-
schen Chips Ubereinstimmen. Die Justierung des Arrays
relativ zum integriert optischen Chip und die Art der Fixierung
des Arrays mit dem integriert optischen Chip ist vom Arraytyp
abhéangig.

3.13 Flip-Chip-LWL-Array

en: flip-chip fibre array

Koppelverfahren, bei dem die Lichiwellenleiter mit den inte-

griert optischen Wellenleitern stof3gekoppelt werden. Die

Fixierung des Arrays am integriert optischen Chip erfolgt

tiber einen Arraylberlapp. Chipoberflache und Array-Uber-

lapp bilden die mechanisch zu figenden Partner.
ANMERKUNG: Diese Definition weicht bedingt durch
die Randbedingungen der verwendeten Technologie
von der in der Elektronik gangigen Bezeichnung ab.

3.14 Fresnelverluste
en: fresnel loss

Verluste durch Lichtreflexion beim Ubergang zwischen zwei
Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex.

3.15 Fiihrungsstrukturen
en: guiding structures

Prazise mechanische Hilfsstrukturen zur justagefreien Kopp-
lung von optischen und optoelektronischen Bauelementen
(z. B. Lichtwellenleiter, Lichtwellenleiterarrays, Photodetekto-
ren, integriert optischen Chips, Laser und LEDs).

3.16 Indexanpassung
en: index matching

Stufenweiser oder kontinuierlicher Ubergang zwischen
zwei Medien mit unterschiedlichem Brechungsindex (z. B.
A/4-Transformator).

3.17 A/4-Transformator
en: A/4-transformer

Zwischenschicht(en) zur Erreichung einer Indexanpassung
zwischen zwei optischen Medien. Die Schichtdicke muB3 zu
d, = M(4n,) gewédhlt werden mit ng = [(ny - no) als Brech-
zahl des aufgebrachten Werkstoffes.

3.18 Optische Achse
en; optical axis

In integriert optischen und Lichtwellenieitern ist die optische
Achse definiert durch die Schwerpunkte der Leistungsdichte-
verteilung, die durch das erste Flaichenmoment des Quer-
schnittsprofils der Leistungsdichteverteilung der gefiihrten
Welle an in der Ausbreitungsrichtung aufeinanderfolgenden
Orten definiert sind.
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